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技術道路圖之定義

技術道路圖(technology roadmap)，係針對
某一產品族群，選定其核心產品，並針對
所涉及的技術進行詳實分析，以確認其中
關鍵性技術與支撐性技術的科技預測方法
(Willyard & McCless, 1987)。

技術道路圖技術道路圖係指企業或政府為達成企業或產業
的發展目標，或建立特定技術焦點，所描繪出
的整體技術策略輪廓，與技術發展之構圖。



技術道路圖基本概述

描述在最近的未來，會出現何種產品產品？與
支持該項產品的技術技術，其未來發展的潛力
為何？

描述某產品所涉及的重要技術重要技術，與技術發
展的時間先後順序，以即發展此項技術，
所需具備的核心能力。

並說明為促使該項產品，能做更進一步的
發展，所需具備的關鍵性技術關鍵性技術為何？以界
定出最具關鍵性的技術元件技術元件。



技術道路圖之功能

技術道路圖是一套創新所用工具，可用以
指引公司策略規劃與變革完成之道。
(Yeager, 1999) 
技術道路圖是一套利於整合技術與業務流
程的方法，係透過技術與產品不同期間內
在各方面的互動，可具體展現企業的技術
策略。 (Groenveld, 1997) 



技術道路圖之功能

1.可分析新產品的關鍵性技術的組成。

4.可整合相關歷史資料，從事產品技術的分
析與預測。

3.可說明在不同時間下，在企業的資源方
案與優先次序。

2.可有條理的排列，各項產品研發上市的先後
順序，並具體陳述所需要的關鍵性技術。



技術道路圖之功能

技術道路圖是指引企業、研究單位與政府
組織，改善其研發投資的決策方式，使其
能夠真正朝需要突破的方向，來加以努力
之工具。(Allan, Edenfeld, Joyner, Kabng, 
Rogers ＆ Zorian, 2002)



技術道路圖的應用

最早應用技術道路圖的組織是國際半導體
協會。早在1992年國際半導體協會即建立
道路圖之基本假設，即隨微電子元件縮小
化，單位功能成本每年將降低低25％，整
合電路每年將促進市場成長15％。

國際半導體協會透過明確假設，指引未來
需要突破的關鍵技術，其更已帶動近十年
半導體之產業發展。(ITRS, International 
Roadmap for Semiconductors) 



技術道路圖的應用

美國鋁業協會於1996年開始進行技術道路圖
計畫，透過計畫執行，來整合學術界、產業
界與聯邦政府的資源，以決定研發的優先順
序，並將研發重心集中在產業需求上，產業
界得以主動定義本身長期目標，與完成目標
所需的技術，俾提昇本身的競爭實力。
(Kenchington, Eisenhauer & Green, 1997)
清楚介紹技術道路圖的概念與作法，提高技
術道路圖的可操作性。(Groenveld, 1997) 



技術道路圖之製作要點

技術道路圖的製作要點，在於需清楚界定
某產品所牽涉的重要技術內涵，以及技術
發展時間的先後順序，乃至於發展此一技
術，所須具備的核心技術。

技術道路圖與其他科技規劃的不同點，在
於技術道路圖需將所有研究計劃案，連結
在研發資源的協調架構中，並指出技術與
市場的互動界面。(Kenchington, 
Eisenhauer & Green, 1997) 



技術道路圖執行過程

技術道路圖執行過程，為能有效達成集思廣
益與意見整合之目的。

透過多領域專家之意見
交換，俾全面考量涵蓋
及於各個技術層面。

技術道路圖的執行
過程可透過兩次專
家座談會的方式，
來進行。



技術道路圖操作六步驟

1.定義主要應用領域

2.產品功能項目分析

3.產品功能屬性分析

4.技術變動歷程分析

5.完成技術道路圖

6.認定關鍵技術缺口



技術道路圖操作步驟-1

1.定義主要應用領域：即產品項目，並進一
步將所要分析的產品，按照時間順序，列
出在目前市場考量下，所需具備產品項
目。各產品項目間需類似。

1.1技術道路圖整合技術與產品(功能)：即
為產品(功能)－技術道路圖。此時需要詳細
考察市場與應用層次上的訊息，藉以以顧
客需求的角度，來定義產品(功能)的發展。



產品－技術道路圖
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產品－技術之技術道路圖
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1.定義主要應用領域

主題 序號 產品名稱

產品一

產品二

產品三



1.定義主要應用領域

主題 序號 產品名稱

產品一 黏晶機

產品二 銲線機

產品三 覆晶機

產品四

機電
整合
技術
應用
於精
密封
裝設
備之
發展
藍圖

•時間：2003~2008年



1.定義主要應用領域--examples

區分 Case 1—機電
整合技術

Case 2—奈米
藥物傳輸載體

產品一 黏晶機 樹狀聚合物 Case 3—抗
肝癌藥物

產品二 覆晶機 膠質粒子 Case 4—光
碟機

產品三 焊線機 奈米碳球、

微脂體

Case 5—熱
室壓鑄機



定義主要應用領域—注意事項

在選定應用產品之時，需注意主事單位的主事單位的
利基與優缺點利基與優缺點，應以實務上可行的研發產
品為首要考慮之對象，方合乎實用原則。

在選定應用產品之時，總數宜控制在三個
產品之內，方合乎資訊承載的考量原則。



選定功能屬性—注意事項

在選定功能屬性之時，即認定其重要的規
格、特性、成份，需注意宜配合主事單位
的利基與優缺點來挑選，應以實務上可行
且具成本效益者的研發產品，為首要考慮
之對象，方合乎實用原則。

在選定功能屬性之時，總數宜控制在五個
功能屬性之內，方合乎資訊承載的考量原
則。



技術道路圖操作步驟-2a

2.產品功能項目分析：將產品的各項典型功
能，選用若干功能項目。並依時間次序，
列出各項功能項目，以及顯示功能的增減
變化情形。即產品能夠做那些用途，或操
作過程中的主要動作為何。

2.1.先由第一位專家提出該項產品，在產品
發展時的重要功能項目1-2項。第二位專家
亦接續提出之。第三位專家類推之。

2.2.稍作歸類與整理，將同類的放在一處。



技術道路圖操作步驟-2b

2.3.請每一位提出者簡短說明何以該項功能
項目被提出的理由。

2.4.主持人試圖尋求共識決，以得出重要功
能項目一至二項。如需表決，在表決前，
主持人先說明各分個分類的重要性順序。
發下選票，以不計名方式進行表決。

2.5.選出較無爭議的前三或四項，餘下再經
短暫討論後，即進行第二輪表決。最後選
出5-7個功能項目，進入第三階段。



技術道路圖--產品功能

產品
接收器I 接收器II 接收器III 新世代 未來世代

立體音效

外加

掃瞄

搜尋

外加

個人配備

頁碼設定

外加

股票市場

道路資訊

遠距遙控

外加

超高傳真

當地地圖



技術道路圖--功能屬性指標

指標 年 1   2    3    4     5      6     7     8      9    10
頻道 按鍵式按鍵式合成器觸摸板合成器聲調控制

選擇性 陶瓷共振裝置 SAWS     數位化訊號傳送裝置

附屬功能 立體音效 頁碼設定豐富資訊 附圖

IC技術 線型 5u CMOs 3u CMOs 1u CMOs
顯示螢幕 LEDs 液體水晶 螢光設施

設定裝置 單一電纜 玻璃纖維

數位化模組 500KHz寬帶度



2.產品功能項目分析

區分 產品一 產品二 產品三

功能 A:______________

功能 B:______________

功能 C:______________

功能……..

功能 G:______________



產品功能項目分析

區分 得票數 原來功能名稱

功能一:______________ 功能

功能二:______________ 功能

功能三:______________ 功能

功能四:______________ 功能

功能五:______________
功能六:______________
功能七:______________

功能

功能

功能(ABC…)



2.1產品功能項目分析--examples

區分 抗肝癌藥物 光碟機 熱室壓鑄機

功能 A: 使癌細胞死
亡、消失

讀取 鎖模

功能 B: 抑制癌不復
發、降低突變
率

錄影 擠壓缸計量

功能 C: 癌細胞不移
轉、血管不增
生

複製 射出

功能 D: 無副作用、正
常細胞不損害

節目搜
尋

保壓、座進、冷
卻、脫模

功能 E: 快轉 頂出



2.1產品功能項目分析—測試

區分 黏晶機 覆晶機 焊線機

功能 A: 對位 對位 ----

功能 B: 接合(膠合) 接合(覆蓋) ----

功能 C: 取放 取放 取放

功能 D: ---- ---- 定位

功能 E: ---- ---- 焊接



2.1產品功能項目分析---正式

區分 黏晶機 覆晶機 銲線機

功能 A:晶粒取放 V V

功能 B:鍵合(Bonding) V V

功能 C:定位(Positioning) V V V

功能 D:對位(Alignment) V

功能 G:銲線 V

功能 H:材料移載裝置

(Material Handling)
V V V



2.1產品主要功能項目分析

區分 得票 原來功能名稱

功能 A:晶粒取放 9 功能

功能 B:鍵合(Bonding) 9 功能

功能 C:定位(Positioning) 3 功能

功能 D:對位(Alignment) 9 功能

功能 G:銲線 4 功能

功能 H:材料移載裝置

(Material Handling)
5 功能(ABC…)



2.1產品功能分析---奈米藥物傳輸載體

種類

功能

樹狀聚合
物

膠質粒子 奈米碳球 微脂體

標定傳輸 ◎ ◎ ◎ ◎

延時釋放 ○ ○

低副作用 ＊ ＊ ＊ ＊

藥療率 ※ ※ ※

便利性 □ □



技術道路圖操作步驟-3a

3.產品功能屬性分析：將產品的各項典型功
能，選用若干功能項目屬性(績效衡量指
標)。並依時間次序，列出各項功能屬性(績
效衡量指標)。即要具備這些能力，機械設
備要具有那些規格、特性、成份，或能
耐。

3.1.先就某一項產品功能下，徵求專家提
出，在產品發展時的重要功能屬性1-2項。
其他專家亦接續提出之。約提出4-5項即
可。



技術道路圖操作步驟-3b

3.2.再就第二項產品功能，徵求專家提
出，4-5項重要功能屬性。
3.3.第三項產品功能亦同法處理之。

3.4.第四五六七項產品功能，則以包裹提出
之方式，共同徵求專家提出4-5項重要功能
屬性。如此約有15-20項功能屬性。

3.5.稍為作歸類與整理，將重覆與同類的整
併後置放在一處。如此應可將選項化約成
10-12項。



技術道路圖操作步驟-3c

3.6.以類別區分方式，逐類邀請專家簡短說
明，何以提出該項功能屬性的原因。

3.7.發下選票，以不計名方式進行表決。以
表決方式選出較無爭議的前三或四項，餘
下再經短暫討論後，即進行第二輪表決。
最後則選出6-8個功能屬性，進入第四階
段。



3.產品功能屬性分析

區分 功能屬
性 A

功能屬
性 B

功能屬
性 C

功能一:______________

功能二:______________

功能三:______________

功能四:______________



產品功能屬性分析(續)

區分 功能屬
性 D

功能屬
性 E

功能屬
性 F

功能屬
性 G

功能屬
性 H

功能一

功能二

功能三

功能四



3.1功能屬性分析--奈米藥物傳輸載體

區分 屬性一 屬性二 屬性三 屬性四 屬性五

標定傳
輸

Liqand 被動累
積

電磁誘
導

延時釋
放

電磁誘
導

免疫迴
避

載體穩
定性

降低副
作用

Liqand 電磁誘
導

藥物包
覆

藥療率
便利性



3.1產品功能屬性分析—抗肝癌藥物

功能 屬性、
成份一

屬性、
成份二

屬性、
成份三

屬性、
成份四

使癌細胞死
亡、消失

--- Taxol 醋酸酸
度

毒素、
三帖類

抑制癌不復
發、降低突變
率

多醣體
濃度

Taxol 篩選 ---

癌細胞不移
轉、血管不增
生

--- --- 動脈栓
塞劑

營養抑
制劑

無副作用、正
常細胞不損害

多醣體
濃度

--- --- ---



3.1產品功能屬性分析—測試

黏晶機
覆晶機
焊接機

屬性一 屬性二 屬性三 屬性四 屬性五

膠合式
接合

接合精
準度

機械速
度

資料速
度

導線架
尺寸

---

覆蓋式
接合

接合精
準度

機械速
度

資料速
度

覆晶尺
寸

---

對位 精度 --- --- --- 解析度

焊接 焊接精
準度

機械速
度

--- 焊接尺
寸

---



3.產品功能屬性分析---正式

黏晶機 覆晶機
焊接機

功能屬性
A

功能屬性
B

功能屬性
C

取放精度

6
晶片厚度

8

功能二: 鍵合 鍵合力量
(Bond Force)

3

鍵合溫度

2

鍵合方式
(Bond 

Method)
7

共面度
(Co-Planarity)

3

鍵合精度
(Bond 

Accuracy) 5

功能三: 對位
(Alignment)

對準精度
8

對位速度

4
對位方式

5

線材尺寸

1
基板尺寸

4

功能屬性
D

功能屬性
E

功能一:  晶粒
取放

取放速度
8

晶片尺寸

3
取放範圍

5

功能四:材料
移載裝置
(Material Handling)

晶圓尺寸
9

移載速度

3
移載精度

3



3.1產品功能屬性分析

黏晶機 得票數 原來功能屬性名

功能屬性A:晶圓尺寸 9 功能屬性

功能屬性B:取放速度 8 功能屬性

功能屬性C:鍵合方式

(Bonding Method)

7 功能屬性

功能屬性D:晶片厚度 6→8 功能屬性

功能屬性E:對準精度 6→8 功能屬性

功能屬性F:取放精度 6→6 功能屬性

功能屬性G:鍵合精度

(Bond Accuracy)

6→5 功能屬性



功能屬性分析—光碟機與熱室壓鑄機

讀取 錄影 鎖模與
射速

擠壓缸
計量

保壓

屬性一 讀取頭 記錄密
度

鎖模力 容量 保壓力

屬性二 波長 尺寸大
小

射速 誤差範
圍

誤差範
圍

屬性三 傳輸速
率

膜層厚
度

--- --- ---



產品功能屬性分析

區分 得票數 原來功能屬性名

功能屬性一:__________ 功能屬性

功能屬性二:__________ 功能屬性

功能屬性三:__________ 功能屬性

功能屬性四:__________ 功能屬性

功能屬性五:__________

功能屬性六:__________

功能屬性七:__________

功能屬性

功能屬性

功能屬性ABC…
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技術道路圖操作六步驟

1.定義主要應用領域

2.產品功能項目分析

3.產品功能屬性分析

4.技術變動歷程分析

5.完成技術道路圖

6.認定關鍵技術缺口



技術道路圖操作步驟-4

4.技術變動歷程分析：說明功能屬性的進展
情形，也界定出此技術群中的主要技術發
展趨勢。利用相關事件樹或S曲線，界定技
術變動的連鎖與整合效果。

4.1強化支持性工具：相關事件樹、層級性
影響追蹤系統、或 S 型曲線。

4.2認定技術成長時程：以專家討論方式，
認定在技術發展過程中，各階段所需要的
努力程度，與在特定時間下的達成情形。



技術道路圖明細-技術變動歷程a

年度 1 4 7

最小型號 0.35 0.25 0.18
關鍵性產品 參數

Bit的點數 64 MB 256 MB 1 GB

Dram細胞 1.5 mm2 0.5 mm2 0.24 mm2

薄片大小 190 mm2 280 mm2 420 mm2

最大基礎直徑 200 mm 200 mm 300 mm



技術道路圖明細-技術變動歷程b

年度 1 4 7
設
計

三度空間臨暫預
測工具

測試用設計

錯誤偵測

對高度複雜性結構
的基本模式化

製程模式化及整合

除錯設計

智慧型更新系
統

低動力

低電壓

測
試

三度空間除錯式
配圖

接近工程資源的
能力

在資料測試上的
智慧式運用

4X資料 16X資料



技術道路圖明細-技術變動歷程c

年度 1 4 7
程
序
整
合

在控制與擴展尺
度上的結構

未來製程與結構
應用上的模式

工廠測試用模式

(持續性技
術擴張)

(持續性技術擴張)
鐵電或其他高電介質電
容器

1G Dram的電晶體

石
板
印
刷

鎖定在廢棄用
Dram的技術道
路圖，含三度空
間之模式化

(持續性技
術擴張)

經波長的光子介面轉移

透過特定幾何計算遮蓋
物的偏差情形，強化模
組的解決能力



技術道路圖明細-技術變動歷程d
年度 1 4 7

原物料
與大宗
物件作
業程序

多重感測器及表面
模組的設定與控制

無污染化學品供應
無污染原物料供應

污染防制上的製程
作業

(持續性
技術擴
張)

為晶片突破300mm
來設計製造工廠

改進儲存電介質容
器的厚薄度

低成本接地的附生
裝置

工廠作
業流程
的整合

為第2年創設工作
元件

為第3年
創設工
作元件

整合各
子系統

金屬自動化整合型
工廠

重新安排工作群體
至智慧性診斷作業
之上



技術道路圖明細-技術變動歷程e

年度 1 4 7

互通聯
絡裝置

裝配與
包裝

環保與
安全

試圖以銅代替
鋁

(持續性技術
擴張)

保留鉛銅矽等物
質

個別設備的整合 ---

降低CFC
控制各配料用量

---

---

---



5.技術變動歷程分析

區分 地標一 地標二 地標三 地標四

功能屬性一: 
_____________

區分 地標一 地標二 地標三 地標四

功能屬性二: 
_____________



技術變動歷程 S 曲線：
功能屬性一: _____________

技術水準

年/月

地
標
一

地
標
二

地
標
三



技術變動歷程分析

區分 次序
權重

第一年 第二年 第三年

功能屬性一: 
_____________
功能屬性二: 
_____________
功能屬性三: 
_____________
功能屬性四: 
_____________



5.1技術變動歷程分析—黏晶機等

年

區分

2003 2004 2005 2006 2007

8” 12”

2008

晶圓尺寸 8” 12“ 12“ 12”

取放速度

Cycle Time
0.25 sec 0.20 sec 0.18 sec

鍵合方式
(Bond Method)

Epoxy US
Tape

靜電接合 奈米接合

常溫鍵合

對準精度 5 µm 1 µm 0.1 µm

取放精度 25 µm 20 µm 10 µm

晶片厚度 250µm 100 µm 50 µm

鍵合精度
(Bond Accuracy)

25 µm 10 µm 1 µm



技術道路圖操作步驟-5a

5.完成產品與技術之技術道路圖：產品－技術道
路圖是市場－產品－技術鍊的核心部分。因此，
欲建立技術道路圖，需要上述領域之間運作功能
上的密切合作與配合。以進行產品計畫方案管
理、研發方案優先性選擇等。

5.1.認定關鍵性成份(功能)屬性，即管理問題。

5.2.由專家發展產品基本屬性、成份(功能)屬性、
與製程(技術)特性的三層級的道路圖。



技術道路圖操作步驟-5b

5.3.點出成份(功能)/模組之間的進程，以及
其在製程技術上如何完成之。注意橫斷面
為時間軸。

5.4.進行專家團隊討論，廣納專家對道路圖
之意見。

5.5.進行跨領域的專家會議，草擬技術道路
圖修訂稿。

5.6.視情況重複執行步驟5.2至步驟5.5。



產品－製程之技術道路圖-1

產品 重量 100 80 35 20 20 20

基本 數量 100 70 40 25 30 30

屬性 定位 企業 企業 消費者 消費者 消費者 消費者

價格 100 70 50 40 30 20

成份 功能 視
窗

1

功能 護盾 1

屬性 動力 包 1 2
(模組) 完成 1 2 3 4 5 六



產品－製程之技術道路圖-2
成份 功能 視窗 視窗

功能 護盾 幅射

屬性 動力 包 離散
組裝

自動
裝配

(模組) 供應
完成

hous
ing

許多 整合
展示

裝飾
改進

整合
動力

全自
動化

整合與
自動化

製程 裝飾 全彩

技術 裝配 部分
自動

全自
動化

模組 射出 發展

插入 發展





5.完成產品與技術之技術道路圖

產品

產品一 產品 產品 產品

功能一 功能 功能 功能



完成產品與技術之技術道路圖(續)

屬性 年 1                     2                    3                  4



配電資源之技術里程碑--EPRI

1 2

3  4  5
6         7

10  11
12       13

14       15

小型渦輪

衛星燃料
電池

車用燃料電池

模型 溝通器材

即時網路

1         2         3          4          5            6        7  年

8          9

領先DR技術

光電池DR相關設施

配電系統
的再設計



技術里程碑(technology milestones)

1.小型渦輪機(250KW-1MW)
商轉

2.小型渦輪機(10KW-250KW)
商轉

3.固態燃料電池商業化
4.複循環SOFC天然氣渦輪機

商轉
5.衛星PEM燃料電池商業化
6.車用燃料電池商業化
7.電力驅動車輛超過二百萬

單位
8.PV Panel達成17%熱效率

9.一百萬rooftop PV單位完成
10.完成DR衝擊測試
11.DR分析模式可行
12.明顯使用靈敏式靜態動力

轉換器
13.常態使用DR分派式的控

制系統
14.廉價的轉換器允許使用

DC配電盤
15.DC環路成為商業化的一

種選項



不同產品群間的技術道路圖

不同產品群間的最適化運用：不同產
品群間的相關技術，力求最適化使
用。以技術綜效平台(technology synergy 
platform)，有效整合不同時間空間下的市
場、產品、與技術三者。

1比較技術與產品矩陣，以分析是否有正確
(right)的技術與產品，是及時可獲得的。

2.再修正技術道路圖使之更趨完備。



技術創新矩陣

未證實 研究研究 問題問題

技術之 已證實 你的你的未來未來

不確定性 充分了解 錯失機會錯失機會 計劃案計劃案

5-10年 3-5年 1-2年

必要的 可獲得性



技術道路圖操作步驟-6a
6.產品與技術缺口分析：根據上開產品的功
能屬性項目，探究其所涉及的關鍵性技
術。來探討功能屬性進步與變動情形。即
技術里程碑。並針對上述分析，比較產品
功能與技術能力之間的缺口大小。

6.1.首先就第一項功能屬性，先由一位技術
專家提出其在科技發展時，其功能屬性進
步與變動情形。在每一個功能屬性變動
時，必然涉及某一兩項關鍵性技術的發
展。



技術道路圖操作步驟-4b

6.2.第二位技術專家亦接續提出之。第三位技術專
家亦同。約可產生三至五個關鍵性技術。然後再
徵求自願提出者。

6.3.進行歸類與整理，闡明功能屬性進步或變動
時，與關鍵性技術的關聯，並將功能屬性進步妥
善排序。

6.4.就第二項功能屬性，再邀請專家提出關鍵性技
術，會有若干相同者。第三項功能屬性亦同。



技術道路圖操作步驟-6c

6.5.每一項功能屬性分別找二到四個關鍵性
技術，並請提出者簡短說明何以其被提出
的理由。

6.6.就每一項功能屬性，以共識建立與討論
之方式，分別認定一項關鍵性技術，也就
是關鍵性技術缺口所在處。

6.7.最後，就6-8個功能屬性，共認定6-8個
關鍵性技術，以形成關鍵性技術缺口。



6.屬性與關鍵技術分析

區分 關鍵技
術 A

關鍵技
術 B

關鍵技
術 C

功能屬
性一

功能屬
性二

功能屬
性三

功能屬
性四



6.1屬性與關鍵技術—奈米藥物傳輸載體

與熱室壓鑄機

區分 關鍵技術 關鍵技術 關鍵技術

電磁傳
導屬性

奈米磁性物質
之製造技術

奈米磁性物質
之組合技術

光化學技
術

Liqand
屬性

細胞接受體篩
選技術

抗體篩選技術 化工製程
量產技術

鎖膜精
度

機械元件移動
精度技術

電控效率技術 ---

射出射
速

電控軟體運算
邏輯

運動控制技術 ---



6.1屬性與關鍵技術分析—黏晶機等

屬性
區分

關鍵技術 A 關鍵技
術 B

關鍵技
術 C

關鍵技
術 D

關鍵技
術 E

精度 機械元件移
動精度技術

電控效
率技術

解析
度

電控軌
道運算
邏輯

光學取
像技術

資料
速度

電控軌
道運算
邏輯

資料傳
輸技術

CPU等
級技術



6.1產品與技術缺口分析 - (1)

黏晶機等 關鍵技
術 A

關鍵技
術 B

關鍵技
術 C

關鍵技
術 D

關鍵技
術 E

晶圓尺寸 Tape擴
張技術

6

力量感
測控制
技術 4

晶片剝
離技術

6

鍵合方式

(Bonding 
Method)

力量感
測控制
技術 4

膠量控
制 5

運動控
制技術

8

鍵合溫
度控制
技術 5

取放速度 影像處
理速度

9

資料傳
輸速度

2

多工系
統整合
技術 6

運動控
制技術

8

機械
精度

8

機械防
震技術

4

最大
加速
度 2

晶片厚度 膠量控
制 5

運動控
制技術

8

力量感
測控制
技術 4

晶片剝
離技術

6

關鍵技
術 F

關鍵技
術G



6.1產品與技術缺口分析 - (2)

黏晶機等 關鍵技
術 A

關鍵技
術 B

關鍵技
術 C

關鍵技
術 D

關鍵
技術

E
對準精度 環控技

術 1
位移感
測技術

4

視覺感
測技術

系統整
合技術

機械
精度

運動
控制
技術

取放精度 運動控
制技術

共平面
控制技
術 6

真空技
術 2

靜電防
治技術

6
鍵合精度

(Bonding 
Accuracy)

運動控
制技術

關鍵
技術

F

關鍵
技術

G



6.1產品與技術缺口分析 – (3)

關鍵
技術 名稱

得
票

關鍵
技術

名稱

9 多工系統整合技術

靜電防治技術

共平面控制技術

8

8

6

6

得
票

A 影像處理速度 F 6

B 運動控制技術 G 6

C 機械精度 H 6

D Tape擴張技術 I

E 晶片剝離技術 J



6.1屬性與關鍵技術—抗肝癌藥物與光碟機

區分 關鍵技術 關鍵技術 關鍵技術

多醣
體與

DNA定序技術 DNA萃取技術 基因庫構築
技術

Taxol 生合成基因選
植技術

轉型菌株篩選
技術

功能基因體
分析技術

傳輸
速率

馬達轉速技術 穩定度 讀取頭技術

記錄
密度

多層技術 多階技術 波長



產品與技術缺口分析

關鍵
技術

名稱 關鍵
技術

名稱

A F

B G

C H

D I

E J



產品與技術缺口分析

關鍵技術 重要性 原來關鍵技術之名稱

關鍵技術一: 
___________

關鍵技術

關鍵技術二: 
___________ 

關鍵技術

關鍵技術三: 
___________

關鍵技術

關鍵技術四: 
___________

關鍵技術

(ABC…)



議程
9：00 - 9：30    報到

9：30 - 9：40 主席致詞

9：40 – 10：30 產品簡介與功能項目分析

10：40 – 12：00 產品功能屬性分析

12：00 – 13：10 午餐休息

13：10 – 14：40 關鍵技術探討

15：00 – 16：30 技術變動歷程分析

應用範例：熱室壓鑄機



1.定義主要應用領域

產 品 熱室壓鑄機



2.產品功能項目分析

區 分 熱室壓鑄機

功能 A 鎖模

功能 B 座進

功能 C 壓缸定位

功能 D 射出

功能 E 保壓

功能 F 冷卻

功能 G 座退

功能 H 開模

功能 I 頂出

功能…..



2.1 產品功能項目分析

區
分

名 稱 得 票

功能 A 上模 0

5

0

0

5

0

2

2

功能 B 鎖模

功能 C 拖座

功能 D 壓缸定位

功能 E 射出

功能 F 冷卻

功能 G 開模

功能 H 頂出

功能 I



3.產品功能屬性分析

區 分 功能屬性 A 功能屬性 B 功能屬性 C

功能一:鎖模 鎖模力(5) 鎖模時間(0) 結構剛性(4)

(肘節機構)

加工精度(0)

(鎖模持續力)

功能二:射出 射出速度(5) 射出壓力(3) 射出行程(2)

功能三:開模 開模力(0) 開模行程(1) (開模時間)

功能四:頂出 頂出力量(1) 頂出行程(0) 頂出時間(0)

密閉給湯



3.1產品功能屬性分析

區 分 得票 原來功能屬性名

功能屬性一:鎖模力 5

功能屬性二:射出速度 5

功能屬性三:結構剛性 4

功能屬性四:射出壓力 3

功能屬性五:__________

功能屬性六:__________

功能屬性七:__________



4.產品與技術缺口分析

功能屬性 關鍵技術 A 關鍵技術 B 關鍵技術 C 關鍵技術 D

鎖模力 油壓pump

伺服馬達

滾珠螺桿

線性滑軌

壓力控制閥 迴路設計 油壓缸

肘節機構

電馬達

射出速度 射出缸 流量控制閥 氣囊式蓄壓器

活塞式蓄壓器

控制系統

結構剛性 鋼材

熱處理

結構設計與
分析

加工精度 組裝技術

射出壓力 油壓pump

伺服馬達

滾珠螺桿

線性滑軌

壓力控制閥 射出缸 蓄壓器



4.1 產品與技術缺口分析

關鍵

技術

名 稱 關鍵

技術

名 稱

1 油壓pump-5 10 流量控制閥-2

2 壓力控制閥-2 11 蓄壓器-5

3 迴路設計-2 12 控制系統-4

4 油壓缸-0 13 鋼材-2

5 肘節機構-5 14 熱處理-2

6 射出缸-2 15 結構設計與分析-4

7 伺服馬達-5 16 加工精度-1

8 滾珠螺桿-1 17 組裝技術-1

9 線性滑軌-1 18 電馬達-0



4.2 產品與技術缺口分析

關鍵技術 名 稱 得 票

關鍵技術一:

關鍵技術二:

關鍵技術三:

關鍵技術四:

關鍵技術五:



5.技術變動歷程分析-(1)

區 分 2003 地標二 地標三 2008

關鍵技術一:油壓pump

流量、壓力、可控制
性、安靜、可靠度(標
準品)

Vane 
Pump

P:140-
210

Vane Pump

關鍵技術二:肘節機構

速度&位置&強度之
profile

4-5點

電腦輔助
結構設計
(CAE)

5點

關鍵技術三:伺服馬達

馬力、解碼精度、反
應時間、性能曲線、
可控性

125 tons 200t



5.技術變動歷程分析-(2)

區 分 2003 地標二 地標三 2008

關鍵技術四:流量
閥、壓力閥、蓄壓器

耐用性、漏氣

傳統控制閥

氣囊式、活
塞式

比例控制
閥

比例控制閥

活塞式

關鍵技術五:控制系
統

製造參數紀錄可靠
度、分析、智慧化、
網路化、人機溝通

Microproce
ssor

CRT

參數紀錄

PC-Based

+PLC、LCD

遠端監視
與診斷

Knowledge 
Based

PC-Based

+PLC 、LCD

分析與建議
(AI)

對話式

關鍵技術六:結構設
計與分析

成本降低、少量多
樣、CAE使用介面人
性化

模組化

模板CAE分
析應用

適應性網
格分析

(adaptive 
mesh)

智慧型分
析模式

自動解讀與
可行方案建

議
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